




























































专利名称(译) 制造用于感测分析物的传感器的方法

公开(公告)号 US9182368 公开(公告)日 2015-11-10

申请号 US14/211404 申请日 2014-03-14

[标]申请(专利权)人(译) 萨诺智能公司

申请(专利权)人(译) 佐野智力，INC.

当前申请(专利权)人(译) 佐野智力，INC.

[标]发明人 PUSHPALA ASHWIN
SZMODIS ALAN
CHAPMAN MATTHEW
HALL WELDON
MILLER SCOTT
HAFEZI HOOMAN

发明人 PUSHPALA, ASHWIN
SZMODIS, ALAN
CHAPMAN, MATTHEW
HALL, WELDON
MILLER, SCOTT
HAFEZI, HOOMAN

IPC分类号 A61B5/145 A61B5/00 G01N27/327 A61B5/1486 A61M25/00

CPC分类号 G01N27/3271 A61B5/14503 A61B5/14865 A61B5/685 A61B5/14532 A61B2562/028 A61B2562/12 
A61M25/00 Y10T29/49117 A61B5/14546 A61B5/150022 A61B5/150282 A61B5/150427 A61B5/150969 
A61B5/150984 A61B5/4839 A61B5/14514 A61B5/1495 A61B2562/125 A61M37/0015 A61M2037/0023 
A61M2037/0046 A61M2037/0053 C12Q1/006

代理人(译) SCHOX，JEFFREY
黄，IVAN

优先权 61/905583 2013-11-18 US
61/781754 2013-03-14 US

其他公开文献 US20140259652A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种制造用于感测分析物的传感器的方法，该方法包括：利用切割锯，从基板移除材料，从而在基板的第一表面处形成柱状突起的
阵列;形成连接到基板的暴露表面和柱状突起阵列的暴露表面的绝缘层;在基板的第二表面上去除绝缘层的一部分，与基板的第一表
面直接相对;使用切割锯，从柱状突起阵列中的每个柱状突起的远端移除材料，从而在柱状突起阵列中的每个柱状突起的远端处限定
未被绝缘层覆盖的尖锐尖端;并且将导电层耦合到柱状突起阵列中的每个柱状突起的尖锐尖端。
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